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Resumen

En el marco del Trabajo de investigacion “16/11563 VIABILIDAD DE LA FABRICACION REGIONAL DE
PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS EN PEQUENA ESCALA”, se propuso implementar distintas alternativas,
para la fabricacion de placas de circuitos impresos (PCB), de uso electronico, de tamafio no mayor a 10 x 15 cm, para
componentes discretos en simple faz, mediante la utilizacion de métodos tradicionales disponibles en el contexto
regional, utilizando soluciones y tecnologias apropiadas disponibles. Tratando de mejorar procesos y productos.
Mientras que desde lo experimental analizar lo que serd y lo que puede ser, cuando ciertos factores sean
meticulosamente manipulados o controlados.

Este trabajo se llevd adelante con los Alumnos de Cétedras afines al tema con el fin de que adquieran las
competencias especificas pertinentes, mediante el disefio y elaboracion de prototipos eléctricos y electronicos, seguidas
de una produccién en pequefia escala. Los productos obtenidos fueron y seran utilizados en Proyectos de Investigacion,
Extensidn, Transferencia y Vinculacion Tecnoldgica.

Los resultados de esta investigacién permitirian aportar elementos de juicio, que ayuden a decidir respecto de la
utilizacion de uno u otro método para construccién de PCB, Seleccionando el que mas se adecUe a una aplicacion, para
finalmente propiciar la transferencia de esta tecnologia al medio, tal como se viene realizando con éxito.

En las imagenes se muestran algunos prototipos obtenidos a ser exhibidos en la jornada, algunos de los mismos se
utilizaron en proyectos de Extension como el “20/184-PE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN ARMADO
DE PLACAS ELECTRONICAS vy distintas Asignaturas.
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1. Iméagenes Audio AAO3

A continuacion se presenta el proceso de trabajos realizados con el proyecto de extension
20/184-PE y la asignatura Tecnologia electronica ET242.

En las Fig. 1a y 1b se muestran los disefios asistidos por computadora, utilizando el programa
PCB Wizard.
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Fig. 1a: Disefio asistido por computadora PCB Wizard Fig. 1b: Disefio asistido por computadora- lado
componentes

En la Fig. 2a y 2b se ilustran los resultados de los procesos de transferencia serigrafica y
corrosion del cobre de la placa virgen.
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Fig. 2a: Disefio impreso en el papel de transferencia Fig. 2b: Resultado del disefio PCB

En la Fig. 3a se ilustra un prototipo terminado del lado de cobre y soldadura, y en la Fig. 3b el
modelo del lado de componentes.

Fig. 3a: Prototipo terminado del lado de cobre Fig. 3b: Prototipo terminado del lado de componentes
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2. Imagenes Relé GAX1

Se muestra el proceso de trabajos realizados en la asignatura Materiales y Dispositivos
Electrdnicos 1C313.

En la Fig. 4 se muestran los disefios asistidos por computadora, utilizando el programa PCB
Wizard.

Fig. 4: Disefio asistido por computadora PCB Wizard — Relé GAX1

En la Fig. 5 se observa el proceso de transferencia del disefio.
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Fig. 5: Proceso de transferencia — Relé GAX1

En las Fig. 6a, 6b y 6¢ se aprecia el proceso de armado del Relé.

Fig. 6a: Armado Relé Fig. 6b: Soldadura Relé Fig.. 6¢: Modulo lado componentes




